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Este invento se refiere a composiciones
epox{dicas, ¥ especialmente a composicionas tales
que sean adecuadas para usarse en las operaciones
de moldeo, tales como la compresidn, la inyecoidn

56 y el moldeo en dos fases.,

Mod. 113
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Es ya conocido el preparar compuestos de
moldeo epox{dicos que contengan une resing epox{dics
¥ una proporcidn de un agente de degradacidn o curado,
suficiente psra curar o endurecer la wregins, EL agen

5e te de endurecimiento o curado, se utiliza normelmen-
te en cantidades sproximademente estequiomédtricas con
los grupos epdxido no reaccionados de la resinma, y
puede ser un anmhidrido.de un dcido orgdnico y bdsico
u otro polibésico, una diamina, un compuesto de

10, urea, una dianilina, una poliamida, une resina fend-

lica, etc. Este invento se relaciona con perfeccio-
nemientos en sistemas de compuestos epdxides para el
moldeo, en los que se emplea un anhidrido como agente
de curado,

15, Constituye un objeto general de este invento,
el proporcionar compuestos epox{dicos de moldeo nuevos
y utiles, de la naturaleza descrita.

Otro objeto de este invento es proporcionar

un compuesto de moldeo mueve y util, del tipo en el

20, que se emplea un arhidrido como agente de curado, y
se affade un aecelerador o catalizador para actuar con-
juntamente con el arhidrido, agente de cursdo, a fin
de obtener una velocidad de curado mds rapida.

Otro objeto de este invepto es proporcionar

25, un compuesto de moldeo de acuerdo con cualquiera de
los objetos anteriores, dotedo de una buena conserva-
cidn en elmacén, y que tengs una velocidad de ourado
més rdpida, que el asequible mediaente el uso de un
anhidrido solamente.

30. ¥n los procedimjentos de moldeo por compresidn
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o inyecoidn, las mitades de los moldes se adaptan entre
s{ y se introduce bajo presidn, a través de un canal o
similar, un compuesto de moldeo, por ejemplo, finsmen-
te dividido o pulverulenmto o incluso lf{quido. Cuando
8o usan los compuesitos 80lidos de moldeo, se comvier-
ten al estado 1fquido o funlido, y ésto se realiza a
memdo durante el paso del compuesto a través del ca-
nal utilizando el celor del molde que se mantiens a la
temperatura de moldeo. Estas composiciones de moldeo
son corrientemente termoestables, por ejemplo, en for-
me de pre-polimeros y el molde se mantiene a una tem-
peratura suficientemente elevada para completar las
polimerizaciones del compuesto de moldeo al formar el
art{culo moldeado.

Los compuestos de moldeo utllizados en es-
tos procedimientos, son corrientemente de fluencia
libre durante s0lo una longitud de fluencia muy corts,
precisando presiones elevadas para introducir el com-
puesto de moldeo en la cavidad del molde, de tal modo
que el compuesto de moldeo llega a la cavidad del molde
antes de transformarse en una mezcla solida. Asl, es
excesivamentefdificil la conduccién de algunas opera-
ciones desesbles de moldeo. Por ejemplo, cuanio Se
desen encapsular o revestir un artfculo frégil, tel
como un interruptor de vidrio Reed, diodos y analogos,
con un material pléstico, el artfculo se suspenie en
el moldeo, perc la presidn de introduccidn para el
compuesto de moldeo puede ser tan elevada que llegue
a romper el art{culo fragil. Las presiones inferiores

no serfan suficientes para la inmtroduccion del compuesto



de moldeo en el molde antes de la solidificacidn, y
el revestimiento o encapsulado deseado no se realize~
r{a de este modo, |
Constituye por tanto, otro objeto de este

5. invento, el proporcionar un compuesto epoxfdico de
moldeo, nuevo y ﬁtil, dotado de buenas caracter{sti-
cas de fluencia antes de cuajarse a temperaturas apro
ximedamente de moldeo, de tal modo gque el oompuéato
pueda introduncirse en un molde utilizando una baja

10. temperatura sin su estabilizacidn en el cansl, de tal
nanera que el compuesto de moldeo puede utilizarse
para encapsular o revestir art{culos fragiles suscep~
tibles de romperse en el molde por las presionss ele-
vadas,

15, Otros objetos de este invento resultaran
evidentes de la descripcidn siguiente.

Se ha descubierto que estas composiciones
epoxidicas, por ejemplo, composiciones de encapsulado,
fundicidn, revestimiento y, especialmente, moldeo, que

20. contiensn un anh{drido como agente de curado, tienen
una velocidad perfeccionada de curado, comunicedo a
les mismas por la inclusidn de un compuesto Organc-
metdlico que sea compatible y miscible con la resina
epoxidice del compuesto. Las composiciones epoxidicas

25. pueden ser liquidas o solidas, pero en la forma prefe-
rida, son compuestos sélidos de moldeo. El compuesto
drgano-metdlico utilizado en las composiciones a que
este invento se refiere, es un compuesto drgano-cine,
ventajosamente una sal o jabén de un &cido carbox{lico,

30. por ejemplo, un dcido carbox{lico de C, a Uy de cadena
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abierta, con preferencia unm acido graso. Resulta
especialmente util en las composiciones de este in-
vento, el estearato de cinc. Los ejemplos de otros
compuestos Organo-cine incluyen las sales o Jabones
de cine de los dcidos acéblco, pentanoico, caprico,
caprilico, mir{stico, caproico, oleico, linoleico,
ete., as{ como las sales de dcidos dicarbox{licos y
los alooholatos y otros complejos y compuestos de
cine. Los acidos dicarbox{licos més espec{ficos son,
por ejemplo, los acidos de los arh{dridos que se ine
dican a contimmacidn como agentes de curado.

Aunque los compuestos de este invento se
discuten luego haciendo referemncla a compuestos de
moldeo, es evidenie que este invento se destina para
poderse aplicar a otros compuestos o composiciones
epox{dicas. Bl anhidrido puede usarse en el compuesto
de moldeo, en las cantidades corrientes o, mis a men
do, en cantidades ligeramente inferiores a las conven
cionales. Por ejemplo, el amh{drido puede usarse en
cantidades inferiores a las estequiométricas, ineluso
inferior a la mitad de la cantidad estequiométrica,
para el curado efectivo de la resine epoxidica. GCon
preferencia, el anhidrido se utiliza en cantidades
desde alrededor de 0,5 a 1,5 veces aproximadamente la
cantidad estequiométrica, aungue puede utilizarse en
proporcidn superior o inferior. Sin embargo, la canti-
ded de amh{drido utilizado, ha de ser suficiente para
proporcionar el curado deseado en combinacidn con el
compuesto de cinc, pero debe ser insuficiente para di-

luir el producto curado basta un grado que reduzca las
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propiedades deseadas del producto moldeado fimal.

Los jabones metdlicos pueden funciomar co-
mo agentes de solturas para los moldes de resimas epo-
xfdicas, y se trata de quedl compuesto de cine pre-
sente se utilice en una cantidad supsrior a cualquier
proporcidn necesaria para comunicar propiedades de
soltura en el molde., Cuando se incluyen en la compo-
sicion otros agentes de soltura del molde para pro-
porcionar al molde las propiedades adecuadas de sol-
tura o separacién del mismo, y el compuesto de cinc
no ngcesita funcionar como agente de soltura del mol-
de ademss de su funeidn como actuante conjunto con el
anh:{drido, el compuesto de cinec se utiliza cominmente
en una cantided comprendida entre 0,1 y 25% en peso
gobre la base de la resina epoxfdica. Cuanio el com-
puesto de cinc se incluye pars el f£in adicional de
soltura o separacion del molde, la cantided de 0,1 &
25% es superior a la proporcién necesaria para la
buena seperecion del molde. Por ejemplo, Se requiere
por 10 menos, de 3 a 4% de estearato de cinc para la
soltura del molde en la mayor parte de les composi-
cionss epox:n'.dicas, y més corrientemente se nscesite
alrededor del 5% de estearato de cinc sobre la base
de la resina epoxf{dica. As{, cuando el compuesto de
cine ha de utilizarse como compuesto de soltura del
molde ademés de su funcidn de curado, se utilizard
ventajosamente en una proporeion comprendida entre 5
¥y 30% en peso, y con preferencia alrededor de 7 a 20%
en peso, sobre la base de la resina epdxido.

En las composiciones e que este imvento se



refiere, pueden utilizarse como resins epoxidica
cualesquiera de las resimas epox{dicaes pars el mol~
deo de compuestos. Ia resina epox{dica puede ser,
por ejemplo, un poliébter polimero de un fenol dih{-
54 drico, o un éter glicid{lico de un fenol polihidro-
x{lico, tal como el éter diglicidflico de bisfenol
A que se forma por la reaccion de un ligero exceso
molar de epiclorhidrina con bisfenol A. EL éter di-
glicid{lico de bisfenol A, puede identificarse por
10. la férmula estructural signuiente:

CH cH
/ 13 | 3
GHZ-CH-GH2-O< > ¢ < >0-0H2-0H~CH -o@ < >O—CH2-GH-CH2
/| | 2 | \/
. CH CH 0

3 ol 3

n

en la que n represents el nimero de unidades repeti-
das en la cadena de la resing, indicando el peso mo-
lecular de la resina. EL verdadero nimero represen
20, tedo por n no es taxativo, aungue una varimcidn en
n hara variar corrientemente el peso molecular de la
resina. Las resinas de la férmula anterior incluyen
las series de resinas Epon, por ejemplo, Epon 834,
Epon 1001, Epon 1002, Epon 1031, Epon 1009; las re-
25, ginas Epi-Rez, por ejemplo, Epi-Rez 515 y Epi-Rez
5163; las resinas Genspoxi; las resinas Araldite, y
gimilares.
Como otro ejemplo de resina epoxidios,

puede citarse, una resina Novolsce epoxidada, sus-

30. ceptible de representerse como dotada de 1g estructura



general siguiente: '{\3

AW

en la que n tlene el signifiqado antes desoritoc. BEa-
tas inecluyen los compuestos epoxidicos suministrados

10. por Koppers Co., Inc., con los nombres comerciales
Kopox, por ejemplo, Kopox 357 ¢ 35TA, Kopox 655,
Kopox 737A y Kopox 9974, algunas de las cuales son
resinas de Crescl Novolaoca epoxidadas, en las que el
anillo benceno de la f6rmula anterior estéd substitui-

15. do por un radical metilo. Estes resinas Kopox tiaﬁen
tipicamente propledades teles como:

PROPIEDADES TIPICAS DE RESINAS
FPOXIDADAS KOPPERS, SIN CURAR.

Ropox Kopox Kopox
35TA 1374 997A
Peso molgenlar aproximad0eesseccseces 540 1080 1270
Funcionslided,
ge (ver férmulas estructurales)eeee 043 12 1.6
L .O....Il.l".'t...‘.....'...l.l. 1.7 3.8 4.4
Faneional 1dad epoxidica........--..- 2.7 4.8 544
Paso equiva.len'be de edeidO.acooocvc 20 225 235
Paso equivalente de ssterificacidn,.. 90 90 90
Punto de reblandecimiento (Durrans), .
QC".....0..."."..'.......'. 35 i 73 99
Pess especifics & 2520/42Ceceevesses 1412 1416 1.19

Contenido oxirano-cxigenc,
Peso %lovno‘oouuoco...ll!no!ot 702“706 700"’7-4 606"’7-0

GlOI‘O tO‘b'e.l, peBO g’zlnlolloo.coosoonc 005 005 0.5
Cloruros idnicos, partes por milldn. 50 50 50

Eatos compuestos epoxidicos, por ejemplo,

los Kopox, tilenen una funcionalided epoxidica superior
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a 2 y pueden usarse solos o en combinacidn con otros
compuestos epoxidicos. Comnican propiedades més ré-
pidas de curado al compuesto de moldeo, deblido a di-
cha funcionalidad mds elevada, sin dismimir mate-
rislmente las caracter{sticas de buena conservacidn
en almacén, y figuran, por tanto, entre la clase pre-
ferida de resinas epox{dicas.

Otras resinas Novolacas utiles, incluyen
ECN 1273 que es también una resine de cresol novolaca
epoxidada y es de curado mds répido y se encuentra en
tre la clase preferida.

Ademds, la resins epoxfdice puede ser una
resina epoxidica modificeda, por ejemplo, esterifi-
cada por un écido adecuado, en los grupos hidroxilo
proximos a los extremos de la cadena de la resina
epox{dica.

El anhidrido agente de curado, puede ser
cualquier anhidrido de un decido dicarbox{lico u otro
policarboxilico, adecuado para degradar la resina
epoxfdice a temperaturas de curado. Estos incluyen,
pero no se limitan a ellos, los siguientes: amhfdrido
ftélico, dianh{drido benzofenonatetracarbox{lico (a
contimacion BTDA), el dianhidrido 1,2,3,4~ciclope:»-
tanotetracarbox{lico (a contimacidén CPDA), arh{drido
trimel{tico, anhfdrido nddico, amhidrido clorémiico,
arhfdrido hexshidroftélico, y similares. Otros auhi~
dridos dtiles como agentes de curado son Amoco TMX 220
que es aparentemente el producto de reaceidn del deido
trimelftico con el derivedo de etilén glicol de deido
diacético, y Amoco TMX 330 que es el producto de reasc-~
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cidn de la triacetina con anh{drido trimel{tico;
ambos productos de reaccidn estan descritos en la
Patente Norteamericana 3,183,248, a A.G. Hirach,
Estos agentes de curado son bien conocidos en la
técnica, y su seleccidn o el empleo de otros anh{-.
dridos como agentes de curacidn en lugar de aquellos,
no es taxativo para este lnvento.

Los agentes de soltura o separacidn de los
moldes, distintos del compuesto de cine, que son Uti-
les para comunicar la propiedad de soltura del molde,
incluyen compuestos tales como la cera carnauba, el
estearato cdleico, el aceite Feck, la cera polymekon,
las siliconas, la cera candelilla, etc. Estos ingre-
dientes se utilizan normelmente en cantidades compren
didas entre alrededor de 1 y 5~10%4 en peso, aproxima-
damente, sobre la base de la resina, segin su efec-
tividad.

Los compuestos epoxidicos de moldeo & que
este invento se refiere, pusden ser 1fquidos o sdli-
dos e incluyen corrientemente una cantidad aprecia-
ble y corrientemente una proporcion elevada de carge
inorga'.nica. Estes carges, gemeralmente en centidades
inferiores a las empleadas aqui, éon convencionales
en compuestos de moldeo, y pueden utilizarse las co-
nocidas y disponibles pera la técnica. Constituyen
ejemplos de cargas adecuadas, el carbonato de calcio,
polvo de sflice, didxido de titanio, talco, mica,
desechos de pelfcula de mylar, carbonilo de hierro,
barita, etc. Los compuestos sélidos de moldeo prefe-

ridos, por ejemplo, polvo, tienen la capacidad de
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acomodar y utilizar una proporcion muy superior de
estas cargas, con respecto a la que anteriormente
hab{e sido normal paras los compuestos sélidos de
moldeo. Otros ingredientes aditivos, tales como ace~
leradores, retardadores de llame y agentes de refuer
z0, pueden incluirse también en estas composiciones,
Los compuestos epoxidicos de moldeo pueden
prepararse calentando la resina epoxfdica a una tem-
peratura apreciablemente inferior a su temperatura
de curado, por ejemplo, & una temperaturs de unos
93,32C para formar una mass caliente de resina 1i-
qui&é., vertiendo la resina csliente en un mezelador
y mezclando la resina en el mismo con el anhidrido,
el compuesto de cinc y la carga. Cuando se utilizan
resinas epox{dicas sdlidas a la temperatura ambiemnte,
el 1{quido caliente constituye una substancia derre-
tida. Después de la mezcla completa, la masa resul-
tante se vuelca a una bandeja y se deja snfriar. EL
enfriamien'bo puede ser por refrigeracién a8 btempera~-
tura inferior a la amblente, si se Juzga necesario o
conveniente. El material enfriado solidificado, se
maele & contimacion en forma de polvo como producto
final. Cuando es necesario enfriar por debajo de las
condjciones ambientales para solidificar la mezola
de resina y se desea proporcionar un producto pulve-
rulento, el polvo molido resultante ha de mantenerse
también refrigerado pars retemer su complexidn en
part{culas sueltas; sin embargo, si se desea un pro-
ducto pastoso, la mezcla de resina se retira solamen-

te de la refr:i.gera.oién ¥ se permite que se caliente
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haste la consistencia pastosa.
En la fabricacidn de 1os compuestos para
el moldeo, en un procedimiento preferido, la resiné
epox{dica celiente se mezcla primero con el anhidrido
¥ luego se afiade el compuesfo de eine y la mezcle se
mentiene & temperatura elevada durante un periodo de
tiempo paras polimerizarla o curarls parcialmente a
fin de formar un prepolimerc de la resina epoxidica
y el anh{drido de dcido. La temperatura de polimeri-

.zacidn parcisl a que se forma el prepolimero, es in-

ferior a la temperatura de polimerizacion completa,
o sea, la temperatura que sSe utilizara para el ocurado
del produsto gurante las fltimas fases delmoldeo.
Dado que la reaccion de polimerizacidn es
exotérmica por maturaleza, os comveniente mentensr
le temperatura parcial apreciablemente por debajo de
la temperatura completa, por lo menos, slrededor de
149C y‘preferentemente por lo menos, 282C por debajo
de la temperatura de curado. Esta tempefaxura es to-
davie suficientemente eleveda para former el prepoli-
mero., La températura, con preferencia, es también
inferior a la temperatura conocida para los peritos
en la materia como temperatura media para una mezcla
de material epdxido y arhidrido de écido; la tempera~-
tura media es la temperatura a que la reaccidn exotég
mica se inicia en ausemcia de refrigeracion aplicada,
y aumentars materia;mente le temperatura de la mezcls
a la temperatura de curado, sin aplicacidn de calor.
Los'Ejemploa siguientes se facilitan para

fines de ilustracidn y no se pretenie que tengan
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cardcter limitativo respecto a este invento. Salvo
indicacion en contra, todas las partes indicadas son
ponderales,

EJEMPLO 1 -

5 En un mezclador Baker-Perkins, se mezclaron

16 partes de Epon 1001 y 8,9 partes de anhidrido clo-
réniico que se elevaron a una temperatura de 93,3%C.
Se afiadieron 2 partes de estearato de cine, segu.icias
por 0,3 partes de negro de carbdn y 72,8 partes de

10, s{lice. Despudes de mezelar {ntimemente, la masa resul
tante se vertid en una banieja de refrigeracion, se
permiti5 enfriarse a la temperatura amblente y luego
se molid para obtener una forma pulverulenta.
EJEMPLO 2 -

15. Se mezelaron a 93,3¢C como en el ejemplo 1,
20 partes de Epon 1001, 6 partes de amhfdrido nddico
y 2 partes de estearato de cinc, y a contimacion se
afiadieron 0,5 parte de negro de carbon y 71,5 partes
de silice, 8e vertieron, se enfriaron y se molieron,

20, EJEMPIO 3 -

Como en el ejemplo 1, se mezclaron 20 par-
tes de Bpon 1001, 3 partes de amh{drido trimelftico,
¥ 2 partes de estearato de cinc, y a contimacion se
aftadieron 0,5 parte de negro de carbdn y 74,5 partes

25, de sf{lice; se vertieron, enfriaron y molieron.

Los productos de los ejemplos 1 a 3 se "ou-
ran" a temperaturas comprendidas entre 93,3 y 17750,
en un perfodo de 1 a 5 mimutos, -
EJEMPLO 4 -

30. 'Como en el ejemplo 1, se mezclaron 20 parties
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de Epon 1001 con 6 partes de BTDA, y 2 partes de es-

. tearato de cinc y a contimmacidn se afiadieron 61 par-

tes de polvo de sflice, que luego se vertieron, en-
friaron y molieron. Bl producto “cura" a 1492C de 1 a

2 mimtos aproximadamente.

EJEMPIO 5 -

Se mezeclaron, como en el ejemplo 1, 10 par-
tes de Epon 1001, 10 partes de ECN 1273, 8 partes de
TMX 330 y 2 partes de estearato de oinc a las que a
contimacion se sfladieron y mezclaron 58 partes de
polvo de sflice y 1 parte de pigmento; se vertieronm,
enfriaron y se molieron. EL polvo resultamte tenfa un
tiempo de curacidn de 1 a 2 mimtos & unos 1492C.
EJEMPLO 6 - | -

Como en el ejemplo 1, se mezclaron 10 par-
tes de Epon 1001, 10 partes de ECN 1273, 8 partes de
TMX 220 y 2 partes de estearato de einc, a los que se
mezclaron 58,5 partes de polvo de sflice, se vertie-
ron, enfriaron y molieron. El producto resultante tie-

ne un perfodo de curado de unos 5 mimtos a 1492C.

EJEMPLIO T -

Como en el ejemplo 1, se mezclaron 20 par-
tes de Epon 1001, 4,2 partes de CPDA y 2 partes de
estearato de cinc, afiadiéndose 2 contimaeidn, y mez-
clandose 73,3 partes de polvo de sflice y 0,5 parte
de pigmento, a contimaecidn se vertieron, enfriaron
¥y molieron. El polvo resultante tiene un tiempo de

curado de unos 5 mimutos a 14920, aproximadamente.

EJEMPIO 8 -

Se prepard un compuesto epdxido estable, de
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fluencia prolongade y baja presidn, mezclanio {ntima-
mente una fundieidn de 250 partes de Kopox 657 A (po-
licondensado de epiclorhidrina y Novolaca de ortocre~
sol formaldehido y 250 partes de Epon 1001 (producto
de policondensacién normalmente sélido de bisfemol A
y epiclorhidrina con un peso equivalente de epdxido
de 425 a 550 y una viscosidad Gardner-Holdt de D a G
a 40% de contenido de productos no-voldétiles en disol-
vente Dowanol DB a 252C) a 98,92C y mezclando durante
5 mimatos hasta conseéuir la hoﬁtogeneidad. A contimma-
cién se sfindieron 300 partes de anhfdrido ftalico y la
mezola se contimd durante 10 mimitos. El caldeo se
interrumpic, y se afiadieron 25 partes de cera canle-
lilla como compuesto de soltura del molde, y 30 par-
tes de producto coloreado. Se giladieron también 2200
partes de sflice como material de carga y se comtimud
la operacién de mezclado durante 5 mimitos hesta que
los sélidos estuvieron completamente dispersados en
mezela {ntima con el producto fundido. Mientras la
mezcla estaba todavia & temperatura elevada, por en-
cima de 858C se sfiadleron 100 partes de estearato de
cine y la mezcla se prosiguld para mezelar {ntimsmente
el estearato de cinc, durante 6 mimitos, obteniéndose
une mase viscosa que luego se enfrid hasta la solidi-
ficacidn en forma de terronss duros y separados, que
se molieron haesta una consistencia arenosa para formar
un polvo solido de moldeo. El producto del ejemplo 8
puede curarse hasta una mass plastica y sdlida comple-
tamente polimerizeda, a una temperatura de unos 1499¢C,

en 2 o 3 mimtos, utilizanlo presiones de imtroduccidn
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en el molde inferiores a 2,10 kg/om?, =
Isbomposicion del ejemplo 8 se ensayd en
un molde de husillo Hull preparado para el ensayo
de la fluencia longitudinal. Este aparato es un mol-
de constituldo generelmente por dos mitades de super
ficies planas fronmterizas; la supsrficie de una mitad
del molde incluye una cavidad en espiral prolongads deg
de la parte centrel de aquélla, hacia el exterior con
una distancia curvilines media ligeramente superior a
2,60 metros. A través de la otra mitad del molde se
dispone un canal pare la introducceidn del compuesto
de moldeo al extremo central de la cavidad en espiral.
Utilizando el compuesto de moldeo del ejemplo 8 (des~
pués de su conservacion & la temperatura ambiente du-
rante 14 dfas) introducido en el molde Hull en espi-
ral en una prensa Hull 359E de 10 toneladas & unos
99,4 kg/em?, velocidad plena de transferencia, bajo
una presién de introduceidn inferior a 2,1 kg/em con
el molde mantenido a 1498C 4 2,782C y después de 2 mi-
mitos de curalo, se comprobd que el compuesto moldeado
salfa del otro extremo o extremo exterior de la cavi-
ded de moldeo, y por tanto, habfa £liido en una longitud
superior a 2,60 metros sin solidificarse. Otro ejemplo
del ejemplo 8 después de conservarse a la temperatura
embiente durante 2 meses, circuld 152,4 cm en el molde,
en las mismas condiciones acusanio un buen resultado des
pués de almacemamiento extendido, o Sea, unas buenss pro
piedades para la conservacion en almacén. Se realizd el
mismo ensayo en polvos de moldeo couvencionales con las

mismas condiciones, excepto que la presidn de introduc-
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cidn de 2,1 kg/cm® fue la que se wtilizd y se com-
probd que estos polvos de moldeo flufan en grado
considerablemente inferior que en la cavided en es-
piral del molde. Por ejemplo, un material de prolon
5. gada fluencia, identificado como resina Pac{fico
BMC-90 eirculd solamente 132 em en las mismas con-
diciones.
Los polvos preparados de acuerdo con el
procedimiento del Ejemplo 8, se moldearon en seccio-
10. nea de 12,7 mm de ancho sometidos a las temperaturas
de curado siguientes, y durante los tiempos de curado
indicados paras demostrar sus propiedades de curacidn
répida, especialmente a temperaturas elevadas.

Temperatura 2C. Tiempo de curado, mimutos.

15. 121 9
132 5
149 3
163 2,5
177 2
20, EJBMPLO 9 -

Como en el ejemplo 1, se mezclaron 100 par-
tes de Epi-Rez 515, 60 partes de amh{drido ftélico y
20 partes de estearato de cinc, ¥ luego se afiaden ¥y
mezclan 360 partes de carbonato céleico; se vierte,
25, se enfria y se muele. El producto cura a 1492C en 1
a 2 minutos. '
EJEMPLO 10 -
Como en el ejemplo 1, se mezclan 50 partes
de Epon 834, 50 partes de Epon 1001, 45 partes de
30. anhidrido ftalico y 20 partes de estearato de cime a
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lo que luego se efieden y mezclan 370 partes de car-
bonato célcico y 6 partes de negro nigrazina; se
vierte, enfria y muele. El polvo resultante cura a
149¢C, de 1 a 2 mimtos.

EJEMPIO 11 -

Como en el ejemplo 1, se mezclaron 50 par-
tes de Epon 1001, 50 partes de Epon 834, 50 partes de
anh{drido f£télico y 10 pertes de estearato de cine, y
o contimacidn se aifladen y mezclan 350 partes de si-
lice, se vierte, enfria y muele. El polvo resultante
tiene un tiempo de curado de 1 & 2 mimtos a 1772C.

Los ejemplos anteriores indican los peiio-
dos mejorados de curado susceptibles de comseguirse
con polvos de moldeo preparados de acuerdo con este
invento. En otra serie de ensayos, una combinacidn
de Epon 1001 y um cantided estequiométrica de BIDA,
preciso un perfodo de curado de 12 mimtos a 1492C.
Una. combinseidn de Epon 1001 y 12,5% en peso de es-
tearato de cinc dié por resultado un producto hetero-
géneo parciaslmente curado, al cursrse durante un pe-
riodo de tiempo prolongado en las condiciores norme-
les de curado, o sea a 1492C. Por contraste, une com-
binacién de Epon 1001, la cantidad estequiombtrics de
BTDA y 12,5% de estearato de cine, proporciond un pro-
ducto completamente curado en 2 mimmtos a unos 1499C,
No fue posible, mediante cantidades crecientes de o8-

tearato de cine y BIDA, en ausencis de uno u otro,

~ obtener un polvo de moldeo que pudiera curarse anflo-

gamente en 2 mimtos.

Constituye una ventaja de los compuestos
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epoxilizados de moldeo a que este invento se refiere,
el que pueden aceptar cantidades elevadas de carge,
como demuestran los anteriores ojemplos, ademas, el
polvo de moldeo ftiene una reactividad elevada a las
temperaturas corrientes de moldeo, o sea, "cura" rapida
mente aunque es también estable a la temperatura ambien
te. Asi, la condicidn especlal de curado del compuesto
de cinc y del anhidrido en combinacidn, parece propor-
cionar un efecto catalizador latente que permite una
elevads reactivided a temperaturss elevadas, y una
reactivided reducida a la temperaturs ambiente. Los
productos formados por curado de los compuestos de
moldeo tienen elevadas resistenciams = la tension, fle
xion y compresién, buenas propiedades eléctricas ¥y
excelente . resistencia a los productos quimicos, ta-
les como acidos, disolventes, liquidos corrosivos y
geses corrosivos. Los productos moldeados partiemio
de dichas composiciones, tienen también buens resis-
tencia a la degradacién v & la deformecion por tem—
pergturas elevadas.

La anterior descripcidn detallada se facilita
pare la mejor comprension solamente y no significan li-
mitaciones innecesarias del invento, ya‘que a los peri-
t0s en la materia se les haran evidentes distintes mo-
dificaciones de introduceidn posible.

- NOT A -

Descrita suficientemente la natursleza del
invento, as{ como la manera de reslizarlo en la prac-
tica, debe hacerse constar que las disposiciones an-

teriormente indicades, son susceptibles de modifica~
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ciones de detalls en cuante no alteren su prinntuh. -
fundamental. También se hace constar que el invento
corresponde e una solicitud de patente presentads en
Norteamériea, con fecha 13 de Diclembre de 1965, bajo
el N2 Ser. 513.535, acogiéndose por lo tanto, a los
beneficlos que conceden los Convenios Internaclonales
en vigor, siendo lo gque constituye la esencia del re-
ferido invento y por lo que se solicita Patente de In
vencién, por 20 afics en Espafla, sobre: "PROCEDIMIENTO
PARA PREPARAR UN POLVO DE MOLDEO EPOXIDADOY; caracte-
rizéndose por lo siguiente:

18 = Procedimiento para preparer un polvo
de maldeo epoxidado, sélide y estable a la temperatu~
rz ambiente y de gran reaotividad a la temperatura de
curado, ocaracterizado porque comprende mezclar una re
sine epoxidica, que tlene su radical epoxide de la es
tructura CHy - OH=, ¥y que se deriva de la epiclorhi-

\\\o'
drina con un agente de curado compuestc por un anhi~
drido policarboxilico, en una cantided del orden de
alrededor de 0,5 & 1,5 veces gproximadamente laz pro-
porcién éstequiométrica basada sobre dicha resina epo
x{dica y con una cantidad efectiva de un compuesto de
soltura del molde, en una cantided del orden de 0,1 8l
25% en peso sobre la bage de dicha resine epoxidica,
constituido por una sal de cinc de un Acido carboxili
co, Co a Cope

28 .~ Procedimiento, segin la reivindicacidn
18, caracterizads porque el compuesto de soltura del
molde es el estearsto de cinc.

38,~ Procedimiento, segiin la reivindicacién

18, caracterizade porque el anhidrido, ' agente de cu~

rado, Se elige de la clase constituida por anhidrido
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ftdlico, dianh{drido benzofenonatetracarboxilico, el
dianh{drido 1,2,3,4=-ciclopentanctetracarboxilico,
arh{drido trimel{tico, anh{drido nédico, anhfdrido
cloréniico, anhidrido hexshidroftélico, producto de
Teaccidn de dcido trimel{tico con el derivade de Acido
diacético del etilén glicol, y prdducto de reaccidn de
triacetina con anhfdrido trimelitico.

48, Procedimiento, segun la reivindicacidn
18, caracterizado porque el agente de curado avhidrido
policarbox{lico, se halla presente en una cantidad del
orden de 0,5 a 1,5 veces aproximadamente la proporcidn
estequiométrice basada en dicha resine epoxidics, y
el compuesto organo-cinc es de alrededor de 5 a 30%
aproximademente en peso de estearato de cine sobre la
bese de diche resina epoxidada.

58,. Procedimiento, segin la reivimlicacion
18, caracterizado porque diche resina epoxfdica es el
producto de policondensacidn de bisfenol A y epiclor—

hidrina, de férmule estructural:

‘fﬂs T3

-o@ ¢ ®0~GH2~CH—CH2--O< >. o QO-CHz-CH-()‘Hz
| l =/ | \0/
H, ol H,

- -
n

en la que n representa el mimero de unidades repeti-
das en la cedena de resina, indicando el peso mole-

cular de la resina.

62 .~ Procedimiento, segin la reivindica-



cién 18, oaracterizado porque dicha resina epoxidica
es una Novolaca epoxideda, de férmula estructural:

lar de la resina.

mente descrito en la presente Memoria.

-

en la que n representa el ndmero de u.nj:dades repeti-

dag en la oadena de resina, indicendo sl pesoc moleou-

T2+~ "Procedimiento para preparar un polve

de moldec epoxidado"; tal y como queda substanciel-

te Memoria consta de veintidos hojas,
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